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Technologie-Info

Oberflächen
1. Einleitung
Bis vor wenigen Jahren gab es bezüglich der Endoberfläche von Leiterplatten kaum Diskussionen. 
Lötanwendungen wurden mittels Hot Air Levelling-Oberfläche, Bond- oder Steckeranwendungen mit Ni/Au 
(chemisch oder galvanisch) realisiert.

Neben der seit dem 01.07.2006 wirksamen RoHS-Gesetzgebung sind es nun verstärkt die veränderten 
technischen Anforderungen an die Leiterplatte, die zunehmend die Diskussionen um alternative Oberflächen 
vorantreiben. Auch wenn der Anteil alternativer Verbindungstechniken zunehmend steigt, wird die 
Hauptverbindungstechnik bei der Baugruppenfertigung das Löten bleiben.

 hat sich auf diese Herausforderung eingestellt und bietet grundsätzlich fast alle dieser Oberflächen-
varianten an. Die Frage ist nicht, welche Alternativen wir Ihnen anbieten, sondern welche Sie benötigen!
Deshalb möchten wir diese Technologie-Info als Entscheidungshilfe für unsere Kunden verstanden wissen.

HAL                ENIG                IT
(Hot Air Levelling)                      (Reduktiv Nickel/Immersion Gold)         (Immersion Zinn)

2. Anforderungen an eine universelle Oberfläche
Die steigende Funktionsdichte auf elektrischen Baugruppen erfordert eine immer engere Skalierung der 
Rastermaße auf den Leiterplatten. Zusätzlich stellen veränderte technische Anforderungen, neue 
Bestückungsverfahren sowie die Kombination verschiedener Bestückungsverfahren auf einer Schaltung (z. B. 
COB und SMT) hohe Anforderungen an die Beschaffenheit von Anschlussflächen auf Leiterplatten.
Parallel dazu steigen auch  die Anforderungen an das Basismaterial, das bezüglich Temperaturverhalten und 
Dimensionsstabilität bei Mehrfachlötprozessen mit erhöhtem Temperaturprofil verbesserte Eigenschaften 
aufweisen muss.

Die Eigenschaften einer universellen Leiterplattenoberfläche:  

 - Gute Lötbarkeit (Benetzung, Zuverlässigkeit, Mehrfachlötungen)
 - Lange Haltbarkeit und Verarbeitbarkeit
 - Hohe Planarität
 - Universell geeignet bzgl. Bestückungsverfahren

      Löten
      Leitkleben
      Bonden (Al- und Au-Draht)
      Einpresstechnik
      Kontakttechnik
 - Geeignet für Feinstleiterstrukturen
 - HF-geeignet
 - Geringe Kosten
 - Ökologisch

      RoHs-konform

  bietet Ihnen alle in der folgenden Übersicht dargestellten Leitoberflächen an. 

Für weitergehende technologische Fragen rund um das Thema Leiterplatten wenden Sie sich bitte an unser 
CONTAG-Team (Tel. 030 / 351 788 – 300 bzw. team@contag.de). 
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3. Oberflächenübersicht


